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“Cin, uyuyan bir devdir. Birakin uyusun, ¢iinkii eger uyanirsa, diinyayr sallar.”

Napoleon Bonaparte

“21. yiizyili kazanmak igin yarig icindeyiz. Start ¢oktan verildi.”
Joe Biden, ABD Bagskani, Haziran 2021

0z
Calismada ABD ’nin gerileyisi karsisinda Cin’in yiikselisinin ABD ac¢isindan hegemonik bir tehdit olarak
algilanmaya baslanmast ve aralarinda baslayan hegemonya miicadelesinde yari iletkenler teknolojisine
hakimiyetin kilit onem kazandigi ele alinmaktadir. Pek ¢ok sektor gibi yar iletkenler tiretimi de kiiresel deger
zincirleri bigiminde orgiitlenmistir. En yiiksek katma degerli asamalardan olan ¢ip tasarimi ABD ’de, en diisiik
katma degerli asama olan montaj, test ve paketleme ise Cin’de yogunlasmaktadir. Cin, yar iletkenler alanindaki
yiiksek ithal bagimliligint ekonomik yiikseligindeki en biiyiik risklerden biri olarak gérmektedir. Bu ¢ergevede,
Cin’in 2015 'te yart iletkenler alaninda kendine yeterli olma hedefini a¢iklamasi hem uluslararast is boliimiindeki
bugiinkii konumunu degistirmek arzusunu hem de gelecegin teknolojilerinde s6z sahibi olmak kararliligini ortaya

koymaktadir. Bu durum karsisinda ABD ise, Cin’in teknolojik atilimini engellemek, 4. Sanayi Devrimi’'ne hdakim
olmak ve hegemonyasini yeniden kurmak miicadelesine girmistir.

Anahtar Kelimeler: ABD-Cin, Hegemonya, Teknoloji, Yart lletkenler Sektorii, Kiiresel Deger Zincirleri
Abstract

While its hegemonic power is eradicating, U.S.A perceives China’s rise as a major threat. Because of the essential
role semiconductors playing in todays and future industries, controlling semiconductors technology is of key
importance in hegemony struggle between both countries.

Like in many other sectors, production of semiconductors has been organized as global value chains. Chip design
as the production phase with the highest value added has been concentrated in U.S.A while assembly, test, and
packaging as the phase with the lowest value added in China.

China has realized that its high degree of import dependance in semiconductors might be one of the biggest risks
in front of its further economic rise and started to pursue plans for technological development. In that respect, in
2015 China declared Made in China 2025 with eager goals set to gain self-sufficiency in semiconductors. It
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showed the ambition for changing its position in international division of labor and for controlling future
technologies with that. In face of this situation, U.S.A started trying to hinder Chinese technological progress, to
command fourth industrial revolution and built its hegemony again.

Key Words: USA-China, hegemony, technology, semiconductors, global value chains

Giris

ABD, 2. Diinya Savasi’ndan askeri, teknolojik, imalat ve finans alanlarinin tiimiinde birden iistiinliigiinii
kanitlamig, biliylik yikima yol acan Nazi fasizmi ve Stalinist sosyalizmin baskici, ezici diinya
tasarimlarina kars1 savundugu 6zgiirliik ve demokrasi paradigmasiyla hegemon {ilke olarak ¢ikmustir.

1970’lerde bu iistiinliigiinii bir siireligine kaybetmis, ancak yari iletkenler ve kisisel bilgisayarlar
teknolojilerini gelistirerek bu kez de Soguk Savas’tan bir kez daha hegemon olarak ¢ikmustir.

2008 Kiiresel Finansal Krizi’yle birlikte ABD’nin askeri alanda olmasa da teknolojide, imalatta ve
finansta eski giictinii biiyiik 6l¢iide kaybettigi ve kaybetmekte oldugu, buna karsilik Cin’in ise giderek
hizla yiikselen bir gii¢ olarak 6ne ¢iktig1 gorliniir hale gelmistir. Cin’in yiikselisinin 2015’ten itibaren
hegemon olma iddias1 igermeye basladig1 anlasilmaktadir. Bu ¢ercevede, ABD ve Cin arasinda 6nce bir
ticaret savasi bas gostermis, durum hizla iki {ilkenin kritik bazi sektorlerde teknoloji savasina evrilmistir.
Bunlarin basinda da bugiiniin oldugu kadar gelecegin teknolojilerinde de kilit rol oynamasi1 beklenen
yari iletkenler sektorii gelmektedir.

Bu calismada, Diinya Sistemi Teorisi bakis acistyla, hegemonun askeri, iretim ve finans alanlarindaki
iistiinliigiiniin temelde teknolojideki tstiinliiglinden kaynaklandigindan yola ¢ikilmaktadir (Shannon,
1989: 120; Cox, 1987, s.155-158). Bu ¢ercevede, 4. Sanayi Devrimi teknolojilerine hakimiyetin yeni
hegemonu belirleyecegi sdylenebilir. O nedenle, bu ¢alismada iki tilkenin hegemonik rekabeti yart
iletkenler sektoriindeki teknoloji savasi ekseninde ele alinmaktadir.

Ote yandan, ¢aligmada yari iletkenler kiiresel deger zincirinin yeniden yapilandirilmasi, diinya
ticaretinin serbestlikten uzaklagmasi, ABD ve Cin arasindaki kargilikli bagimliligin sonlandirilmasi gibi
kendileri ve etkileri biiyiik doniistimler de yar iletkenler teknolojisindeki hakimiyet miicadelesiyle ve
iki iilkenin hegemonik rekabetiyle yakindan iliskili olarak degerlendirilmektedir.

1-Cin’in yiikselisi, ABD’nin gerileyisi

ABD 1960’larda diinya GSYH’simnin %40’1m1 tek basina iireten tilke iken, 1970’lerin ikinci yarisindan
itibaren bu istiinligiinii giderek kaybetmis, diinya GSYH’s1 i¢indeki pay1 1980°de %26’ya, 2011°de
%17,98’e diigmiistiir (Patton, 2016). Daha sonra sdz konusu pay biraz toparlanarak 2019°da %24
olmustur (Bhutada, 2021). Cin’in diilnya GSYH’s1 i¢indeki pay1 ise 2011°de %8,73 iken yaklasik iki kat
artarak, 2019°da %16’ya ¢ikmistir (Bhutada, 2021, a.g.e.). Nominal olarak iki {ilkenin diinya GSYH’s1
icindeki paylar1 arasindaki farkin giderek azalmakta oldugu dikkat cekmektedir.

Diinyanin ikinci en biiylik ekonomisi haline gelmis olan Cin’in 6nlimiizdeki on yil iginde ABD’yi
gececegine kesin goziiyle bakilmakta, bunun tam olarak hangi tarihte gergeklesecegine dair ongoriiler
ise farklilasmaktadir. Ote yandan, hali hazirda Diinya Bankas1 veri tabaninda cari fiyatlarla GSYH,
PPP’ olarak hesaplanan seri gz oniine alindiginda ise 2017 yilindan itibaren Cin’in ABD’yi geride
birakmis oldugu ve yildan yila aray1 agmayi siirdiirdigii de goriilmektedir (World Bank, Development
Indicators).

ABD’nin finans alaninda da istiinliigiinii kaybetmekte oldugu sdylenebilir. Kabaca bir karsilastirma
yapilacak olursa, 6rnegin 2020 itibariyle diinyanin en biiyiik on bankasinin ilk doérdii Cin bankalaridir
ve bu listede yalnizca iki tane Amerikan Bankas1 yer almaktadir (Statista.com: Largest banks globally
as of December 2020, by assets).

Ayrica Cin hem Japonya’dan sonra ABD’ye en fazla borg veren ikinci iilke konumundadir (Statista.com.
Major foreign holders of U.S. treasury securities). Hem de tek bagina 6rnegin Cin Kalkinma Bankasi
kanaliyla Latin Amerika’daki gelismekte olan {ilkelere Inter Amerikan Kalkinma Bankas1 (IADB) ve
Diinya Bankasi’nin birlikte verdiginden daha fazla kredi vermektedir (Yu, 2014).
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2-imalat ve teknoloji

Teknoloji ve imalattaki giicli sayesinde 2. Diinya Savasindan sonra “diinyanin atdlyesi” olan ve
“ABD’de iiretilmistir” (“made in USA”) etiketiyle tiim diinyaya ihracat yapan ABD’nin, kiiresellesme
ve tretimin kiiresel deger zincirleri biciminde orgiitlenmesiyle birlikte bu roli bagta goniillii olarak
Cin’e biraktig1 anlagilmaktadir. Asagida Sekil 1°de goriilecegi lizere hem ABD’nin hem Cin’in imalat
ihracatlar1 kiiresellesme ve ticaretin serbestlestirilmesine paralel olarak 1980’den itibaren artmaya
baglamistir. Ancak ABD’nin imalat ihracat1 2000’den itibaren durgunlasirken, Cin’in imalat ihracati
onemli bir ivme kazanmustir. Bu durum, biiyiik 6l¢iide Cin’in 2001°de Diinya Ticaret Orgiitii’ne iiye
olmast ve bu tarihten itibaren hizla kiiresel deger zincirlerinde yer alan 6zellikle emek yogun asamalarin
ucuz emek avantajindan 6tiirii Cin’de yogunlastirilmast sonucu ortaya ¢ikmistir. Oyle ki 2005 yilina
gelindiginde Cin’in imalat ihracatti ABD’ninkini ge¢mis, 2013 yilindan itibaren ise ABD’nin imalat
ihracatinin iki katindan fazla olmustur.

Sekil 1: Yillara Gére Imalat [hracati (milyon $)
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Kaynak: WTO istatistikleri kullanilarak tarafimca olusturulmustur. https:/stats.wto.org/ (Erigim
Tarihi: 22.1.2022)

Imalat kiiresel deger zincirlerinin diisiik katma degerli asamalarinin Cin ve diger ucuz emek iilkelerine
kaydirilmasi, basta ABD olmak {izere gelismis iilkelerin ¢okuluslu sirketlerinin iiretim maliyetlerini
diisiirme stratejilerinin bir parcasi oldugundan, basta Cin’in imalat ihracatinin hizla artmakta olusu da
bir sorun olarak degerlendirilmemistir.

Ancak Cin’in, imalatin ucuz emek asamalarinda takilip kalmayarak, sanayilesmesini daha ileri
asamalara tasimakta oldugunun fark edilmesi her seyi degistirmistir.

1950’lerde kalkinmak ve sanayilesmek {izere once devlet eli ile agir sanayiye yonelen Cin, gelismis
iilkeleri yakalamakta ilk etapta basarili olamamistir (Kwan, 2009, s.2). Uzun yillar diisiik biiyiime
oranlarinda ve diisiikk yagsam standartlarinda takilip kalmistir. 1978°den itibaren ekonomik reformlar
yaparak piyasa ekonomisine ve agir sanayiden ¢ok hafif sanayiye yonelmistir. 1997°den itibaren ise Cin
tekrar agir sanayisini gelistirmeye oncelik vermistir. Boylelikle sinai {iretiminde agir sanayisinin pay1
1998°de %57,1 iken 2008°de %71,1 olmustur (Kwan, a.g.m., s.2).

Gegtigimiz on yil boyunca Cin sanayilesmesinde giderek teknolojik gelismeye Onem vermeye
baglamistir. Cin, artik kiiresel deger zincirlerinde iiretimin ¢gogunu gergeklestirirken hem bir ucuz emek
iilkesi olarak kalmay1 hem de diisiik katma degerli asamalarda takilmay1 istememektedir. 2000’1i y1llara
kadar Cin’in teknolojik gelisimi taklit yoluyla olmustur (Yu, a.g.m). Bunu daha sonra mevcut
modellerde basit degisiklikler yapmak ve eslenik iiriinlerin maliyetlerini diisiirmek gibi yerel
inovasyonlar izlemistir. Ancak Cin’in bununla yetinmedigi ve giderek biiyiik bir kararlilikla teknoloji
gelistiren {lilke olmaya yoneldigi goriilmektedir. Bu ¢ergevede, dogrudan yabanci yatirimlar, satin alma
ve birlesmeler, biiyiik 6l¢ekli Ar-Ge yatirimlari, {iniversite-sanayi is birligi gibi her yola bagvurmaktan
kacinmamaktadir (Strachan ve Shehadi, 2021).

Asagida Sekil 2’de 2001-2019 arasinda ABD ve Cin’in Ar-Ge harcamalarinin seyri karsilagtirilmstir.
Cin’in Ozellikle 2005°ten itibaren Ar-Ge harcamalarini giderek artirdigi, ABD’nin ise 2012°den itibaren
yeniden bu alana daha fazla harcama yapmaya yoneldigi goriilmektedir.
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Sekil 2: 2001-2019 Yillar1 Arasinda ABD ve Cin’in Ar-Ge Harcamalar1 (Milyon §)
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Kaynak: OECD Stats verileri kullanilarak tarafimca olugturulmustur.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI|_PUB#

Ozellikle 2000’lerin ikinci yarisinda Cin, yiiksek teknoloji sektorlerinde ithal bagimliligini azaltmak,
kendine yeterligi saglamak ve bu alanlarda lider konuma gelmek iizere planlar agiklamaya baslamistir.
Bu cgercevede, daha sonra tekrar deginilecegi iizere, 2009°da ‘02 Ozel Proje’nin, 2015°te Made in China
2025’in ve 2021°de 14. Bes Yillik Plan’1n ilan edilmeleri sayilabilir. Bunlarin iginden 2015 yilinda ilan
edilen Made in China 2025 en iddial1 ve kararli irade beyani olmus ve ABD’nin alarm zillerinin
calmasina yol agmistir. Bu on yillik planda on stratejik ileri teknoloji imalat sektorii hedef secilmistir
(Castellano, 2019). Cogunun icinde yar1 iletkenler en 6nemli girdilerden biri konumundadir.

Diger yandan, 21. Yiizyilin ilk on yilinda Cin imalat ve teknoloji alaninda atilim yaparken, ABD ise bu
alanlarda giderek geri kalmistir. ABD’nde 2000-2007 arasinda imalat yilda yalnizca %0,5 bilyimis,
2007-2009 arasinda ise %10,3 diismiistiir (Strachan ve Shehadi, a.g.m). Buna verimlilik biiylimesinin
de disiik kalmasi eslik etmistir. Boylelikle ABD’nin y1gin 6lgekli sinai iiretim, teknoloji ve etkinlik
alanlarinda kiiresel hakimiyeti son bulmus, imalat sektoriinde istihdamin 1/3’iinii kaybetmistir (Strachan
ve Shehadi, a.g.m).

ABD imalat sektoriinde bas gosteren en 6nemli sorunlardan biri olarak “imalat a¢i1g1” 6ne ¢ikmaktadir
(Meyer, 2021). imalat acig1 ile kastedilen, yeni teknolojilerin gelistirilmesine bol miktarda destek
saglanmasi1 ama ayni1 teknolojilerin ticarilesme asamasina gegislerinde, diger bir deyisle bir mal olarak
y1gn iiretime baglanmasi ve malin piyasaya ¢ikartilmasi asamasinda bu destegin ortadan kalkmasidir.
Bu ¢ergevede, ABD’nin imalat agig1 sorununun biiylik dlgiide 1990’larin ikinci yarisindan itibaren
kiiresel deger zincirlerinin olusturulmasi ve imalat asamasinin yurtdisina kaydirilmasi ile yakindan
iliskili oldugu soylenebilir.

Bu modelin uzun vadede ABD’nin teknolojik iistiinliigiinii de olumsuz etkiledigi ifade edilmektedir.
Ciinkii teknolojik gelismenin 6nemli bir boliimii iiniversite laboratuvarlarinda degil, sahada,
mithendisler ve teknik elemanlar arasinda bilgi ve deneyim aktarimiyla yaparak 6grenme yoluyla
gergeklestirilmektedir. Bu ¢ergevede, ABD’nin bulusgu, miithendis ve is¢gilerden olusan uzmanlagmis
ekosistemler kuramadiginin alt1 ¢izilmektedir (Robinson, 2021). Ayrica uzun yillar en 6nemli teknolojik
gelismelere imza atan ABD’de gelinen noktada imalat sektoriiniin robotlara, 3D yazicilara vb.
gecemedigi i¢in vasifli eleman arayiginin da fazla olmadigi ifade edilmektedir (Strachan ve Shehadi,
a.g.m).

ABD ekonomisi 1977°den itibaren siirekli ticaret agi1g1 vermeye baslamistir. Ama bu agiklarin 6zellikle
ekonominin biiyiik ol¢iide finansallastig1 2000-2008 arasinda ortalama %-4,6 ile pik yaptig1, 2013’ten
sonra ise ortalama %-2,87’de kaldig1 goriilmektedir (U.S. Trade Balance 1970-2022). ABD 2002’den
beri yiiksek teknoloji sektorlerinde de siirekli agik vermeye baglamistir. Ancak bu alandaki dig ticaret
ac1g81 istikrarli bigimde biiyliyerek 2021°de 177 milyar$ gibi rekor bir diizeye ulagsmistir (United States
Census Bureau).

Bu durum kiiresel ekonominin finansallasmasi ile diisiik yatirnm spiralinin ortaya g¢ikmasina
baglanmaktadir (Chang ve Andreoni, 2020, s.347). 1980°lerden itibaren karlilik-yatirim iligkisi giderek
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zayiflamis, 1990’larin ikinci yarisindan itibaren kiiresel deger zincirleri g¢er¢evesinde iiretimin
boéliintiilenmeye baslanmasi ile de CUS’ler faaliyet alanlarin1 en karli yiiksek teknoloji alanlariyla
simirlandirip, ellerindeki finansal kaynaklar1 reel yatirnmlara aktarmak yerine, olabildigince finansal
piyasalara yoneltmeye baslamislardir (Chang ve Andreoni, a.g.m., s. 342). Boylelikle faaliyet dis1 kérlar
giderek artmistir. Ancak zamanla finansal piyasalara aktarilan kaynaklarin ekonominin iiretken
sektorlerine gitmedikleri ortaya ¢ikmistir. Yukarida Sekil 2’de ABD’nin Ar-Ge harcamalarinin yiizyilin
basindan itibaren ilk on yil yerinde saymasi, ancak 2008 Finansal Krizinin ardindan tekrar 2012’den
itibaren hizli artisa ge¢cmesi de bu durumun bir yansimasi olarak degerlendirilebilir. Finansal
serbestlesmeye, Susan Strange’in ifadesiyle ‘kumarhane kapitalizmi’ne katilmayan Cin ise ayn1 doneme
neredeyse sifir Ar-Ge harcamasiyla baslayip, giderek ABD’ne yaklasmustir.

Sekil 3: 2019 Yilinda En Fazla Ar-Ge Harcamasi Yapan 10 Ulke (Milyar $,PPP)
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Kaynak: Wikipedia. List of countries by research and development spending

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of countries_by research and development spending (Erisim
Tarihi: 29.1.2022)

Yukarida Sekil 3’te 2019 yilinda en yiiksek Ar-Ge harcamasim gerceklestiren baglica on iilkeye yer
verilmistir. 2019 yilinda en yakin iiciincii lilkeye gore agik ara en fazla Ar-Ge harcamasi yapan ilk iki
iilke ABD ve Cin olmustur. Bu durum, iki {ilkenin teknoloji alanindaki yariglarini da yansitmaktadir.

3-Yan iletkenler Kiiresel Deger Zinciri
3.1-Yar iletkenlerin Onemi

Yari iletkenler, entegre devreler halinde birlestirilerek ¢ip adimi almaktadir (Lee ve Kleinhans, 2021,
s.5). “Posta pulundan kiigiik, insan sagindan daha ince ve 40 milyardan fazla pargadan olusan ¢ipler”
(Foreign Policy 2021), kalp pilinden cep telefonuna, hipersonik silahlardan elektronik tasitlara,
bilgisayarlardan sensorlere kadar kullandigimiz hemen her tiirlii elektronigin i¢ine girmis durumdadir.
3. Sanayi Devrimi’nin anahtar girdisi olan yar1 iletkenler, 4. Sanayi Devrimi’ne yon verecek olan yapay
zeka, kuantum bilgisayarlar, nesnelerin interneti vb. ileri teknolojiler i¢in de kilit 6neme sahiptir
(Caskurlu, 2022, s. 62).

Yar1 iletkenler kiiresel deger zinciri, diinyanin farkli boélgelerinin farkli {iretim asamalarinda
uzmanlastigi, ulus 6tesi bir is boliimiine ve tilke sinirlarini asan karsilikli bagimliliklara dayanmaktadir
(Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., s. 5). Bu ¢ercevede, genellikle ¢iplerin tasarim agamast ABD’de, imalati
Tayvan’da yapilmakta, iiretimde gereken kimyasallar Japonya ve Almanya’dan, pargalar Hollanda’dan
tedarik edilmekte ve montaj-test-paketleme asamasi da Cin’de gergeklestirilmektedir (Lee, J. ve
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Kleinhans, a.g.r., s. 5). Cip iiretimine iliskin software, kimyasallar, tasarim ve yiiksek teknolojili
parcalarin gelistirilmesi ve Tiretilmesi gibi yliksek katma degerli asamalarda uzmanlasmis olan
firmalarin genel merkezleri az sayida teknolojik olarak gelismis iilkede yogunlagmistir. Buna karsilik
diisiik katma degerli asamalar biiyiik dl¢lide Cin’e kaydirilmistir. Boylelikle yari iletkenler ve bununla
iligkili tiim kiiresel deger zincirlerinde iiretimin merkezi giderek Cin’e kayarken, katma degerin biiyiik
boliimil yiiksek teknoloji firmalarinin Cin disinda bulunan genel merkezlerince toplanmaktadir (Grimes
ve Du, 2020, s. 1).

Yar iletkenler sektorii ABD ve Cin arasindaki hegemonik rekabette kilit roldeki sektor olarak 6ne
cikmaktadir. Bu alandaki hékimiyet 4. Sanayi Devrimi’nde lider olacak iilkeyi, dolayisiyla yeni
hegemonu belirleyecektir. ABD yari iletkenler sektoriinde yillardir 6ncii konumundadir. Bir ABD
firmast olan Intel bu alandaki en bilyiik sirkettir. Islemci piyasasinda %75’lik pazar paymi elinde
tutmaktadir (King, 2021). En biiyiik 15 firmadan 8 tanesi ABD sirketidir ve ABD sirketleri 2020 y1li
itibariyla kiiresel yar1 iletkenler pazarinin %48’ini ellerinde tutmaktadir (Foreign Policy, a.g.r.). Cin ise,
yart iletkenler kiiresel deger zincirine eklemlenmis ve bu zincirde dnemli bir yer edinmis olsa da
ozellikle ileri teknoloji asamalarinda neredeyse tamamen ithalata bagimli kalmstir.

Ancak ABD’nin, Huawei gibi bazi Cin sirketlerinin ileri teknolojiyi yakalamaya basladiklarini geg de
olsa fark etmesi (Grimes ve Du, a.g.m. s.2) ve Cin’in hizli ve iddiali bir teknolojik ilerleyis hedefini
kuvvetli bir irade beyaniyla ortaya koymasi, kisa zamanda iki iilke arasinda bir hegemonya
miicadelesine doniismiistiir. Bu ¢ergevede, her iki iilke de pek ¢ok yiiksek teknolojili sektorle yakindan
iligkili olan, o nedenle de bu hegemonik miicadelede en kilit sektor haline gelen yari iletkenleri baslica
ulusal giivenlik meselesi olarak gérmeye baslamistir (Grimes ve Du, a.g.m. s.2).

3.2-Yar Iletkenler Uretimi ve Ara Asamalar1

Yar iletkenlerin iiretimlerindeki ara asamalara iliskin birbirleriyle tam olarak Ortiismeyen gesitli
siniflandirmalar yapilmaya ¢alisilmistir. Higbir siniflandirma her ayrintiy1 tam olarak kapsamadigi i¢in
konuyla ilgili ele alinan ¢alismalarin tiimiinde baska siniflandirmalardan dahil edilen unsurlardan da
ayrica bahsedildigi goriilmektedir. Bu ¢ergevede, iiretimin kiiresel deger zincirindeki boliintiilenmesini
ve farkl tilkelere dagitilmasini agiklamak c¢abasiyla s6z konusu asamalara verilen “alt agsama”, “alt
bolim”, “sektoér” vb. adlar ayni amagla kullanilmaktadir. Gerek sosyal bilimler gerek bu c¢alisma
acisindan konunun 6neminin iiretimin teknik ayrintilarindan ziyade iiretim asamalarinin teknolojik
diizeyi ve yarattiklar1 katma deger baglamiyla sinirli oldugu unutulmamalidir. Ayrica yine ayni amaca
hizmet etmek iizere, dogrudan lriinlere ve tiretim modellerine yonelik yapilan siiflandirmalardan da
yararlanilmaktadir.

Sekil 4: Kiiresel Deger Zinciri Bakis Agistyla Yari [letkenlerin Uretimlerinin Asama ve Girdilerine gore

siniflandirilmasi

) Silikon Yonga Plakasi > Montaj, Test ve Paketleme
| Fabrikasyonu (ATP yva da OSAT)

] |

| Tasarum Yazilimu (EDA) |

| Fikri Mulkiyet (1P) |

Yan lletkenler Imalat Ekipmanlan
(SME)

| Cip Tasarimi

| Kimyasallar |
I
| Silikon Yonga Plakas |

Kaynak: Lee, John and Kleinhans, Jan Peter. a.g.r.s.7.
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Sekil 4’te yer alan ¢ip tasarimi, silikon yonga plakasi fabrikasyonu ve montaj- test-paketleme yari
iletkenler iiretimine iligskin ii¢ temel asamay1 siniflandirmakta, yazilim, fikri miilkiyet (IP), imalat
ekipmanlar1 (SME), kimyasallar ve silikon yonga plakasi ise bu agamalarda kullanilan bes temel girdi
kategorisini ifade etmektedir.

Tablo 1: Yan iletkenler Kiiresel Deger Zincirinde Ug Temel Asama ve Bes Temel Girdinin

Yogunlagma, Pazara Giris Engelleri ve Teknoloji Gerekleri

Asama/Girdi Yogunlasma Diizeyi | Giris Teknoloji Pazar Paylan
Engelleri gerekleri
Cip Tasarim Yiiksek degil Gorece diisiik | -Cok  yiiksek | -ABD: %64
vasifli igglicii Cin: %15
-gok  yiiksek | 0
Ar-Ge Tayvan: %18
harcamasi -AB + G. Kore +
Japonya = %1

Silikon Yonga Plakas1 | Cok yiiksek Cok yiiksek -Cok  yiiksek

Fabrikasyonu sermaye

(Dokiim) yatirimi

-yiiksek siire¢
bilgisi, Ar-Ge
vb.

Montaj, Test  ve | -Yiiksek Diisiik -Cin, Tayvan Singapur

Paketleme -Cografi yogunlasma -20 sirket: %92

\(/é;li“ll;iy:e t(l)aS ;?;:rona da ¢ok yiiksek Cin + Tayvan: %60

y (3 Asya iilkesi)

Tasarim Yazilim | Cok yiiksek Basta  diisiik U¢ ABD sirketi 3

Uriinleri ama ‘3 Biiyiikler’: %70

(EDA) (electronic Bilyikler .

design automation) sonrasina 1z

vermiyor.

Fikri Miilkiyet -Rekabetgi piyasa Gorece disik | -Cok  yiiksek

vasifll, yliksek

(1P) Ar-Ge

harcamasi

imalat Ekipmanlar | -Belirli asamalarda | Cok  yiiksek

(SME) uzmanlasma yoluyla | (6zellikle On

(semiconductor monopol konumu Yiiz)

manufacturing

equipment)

Kimyasallar -Ozellikli driinler | -Bazi Ornegin EUV
oldugundan irin | triinlerde ¢ok fotorezistte 3 Japon
bazinda monopol | yiiksek firmast %90’dan fazla
konumu

Silikon Yonga Plakas1 | Cok yiiksek Cok yiiksek Japon ve Tayvanli dort

sirket %90

Kaynak: Lee, John and Kleinhans, Jan Peter. a.g.r.’dan derlenen bilgiler 1s1ginda tarafimca
olusturulmustur.

Tablo 1’den goriilebilecegi lizere, ¢ip liretimindeki katma degerin %50’sini iireten ve en yiiksek katma
degerli asama olan ¢ip tasariminda ABD agik ara lider iilke konumundadir. Yar1 iletkenlerin bu en
yiiksek teknolojili, en vasif yogun agamasinda AB, G. Kore ve Japonya’nin birlikte toplam pazar paylar
%1’den ibarettir. Cin’in ise %15°1lik pazar pay1 bulunmaktadir. Ancak bu durum biiyiikk oranda akilli
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telefon alaniyla sinirhi kalmaktadir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 22). Cip tasarimi alaninda Cin’in ii¢
biiytik sirketi bulunmaktadir: HiSilicon, Unigroup ve Omnivision. HiSilicon Huawei’nin bir yan
kurulusudur. Omnivision ise yaptirimlardan 6nce satin alinmis olan bir ABD sirketidir.

Silikon yonga plakasi fabrikasyonu ya da diger adiyla dokiim asamasinda, ¢ip tasarimi silikon yonga
plakasina aktarilir. Bu tesisler ya bir IDM ya da bir dokiimcii tarafindan isletilmektedir. IDM’ler tiim
tiretim asamalarint kendileri yiiriiten firmalardir ve kendi tasarladiklar1 ¢ipleri plakalara aktarirlar.
Dokiimciiler ise kendi tesisi olmayan Apple, Huawei, MediaTek gibi fabrikasiz ¢ip tasarimi
sirketlerinden is alirlar. Teknoloji ilerledikce giderek daha kiigiik islem diiglimleri iiretebilmenin
maliyetleri ¢ok yiiksek olmaya basladigindan ileri teknolojili dokiimcii tesis sayis1 2001°de otuz iken
2021°de iki sirkete diismiistiir: TSMC ve Samsung (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 35). Bunlar 5Snm iglem
diigiimleri iiretebilmektedir. Ugiincii sirada yer alan Intel ise 7nm diigiimlerle calisabilmektedir.

Ote yandan, SMIC gibi Cin firmalar1 14 nm ve iistii islem diigiimlerinde ¢alisabilmektedir. Bunlar daha
eski nesil tirlinler olduklarindan daha ucuzdur ve 6zellikle otomotivde ve bazi sinai mallarimn iiretiminde
kullanilmaktadir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 35).

Montaj, Test ve Paketleme (ATP) asamasi en diisiik katma degerli asamadir ve biiyiik oranda ii¢ Asya
tilkesinde yiiriitiilmektedir: Cin, Tayvan ve Singapur.

Tasarim yazilimi {iriinleri olan EDA’lar asir1 derecede uzmanlagmis, karmasik yazilim araglaridir ve
bunlar olmadan giiniimiizde ¢ip tasarlamak miimkiin degildir. ‘3 Biiyiikler’ olarak anilan ii¢ ABD sirketi
(Synopsis, Cadence ve Mentor) EDA pazarinin %70’ine hakimdir. Bu oligopol piyasasina bagka
firmalarin girigleri ‘3 Biiyiikler’ tarafindan 6zellikle ‘satin alma ve birlesme’ stratejileriyle, daha agik
bir deyisle, olas1 rakiplerin satin alinarak ortadan kaldirilmasi yoluyla engellenmektedir (Lee, J. ve
Kleinhans, a.g.r., 26).

Bu alanda Cin’in ABD’ye ithal bagimliligi %901 bulmaktadir. O nedenle, EDA’lar hem ABD’nin en
¢ok yaptirim uyguladigt hem de Cin’in gelistirmek i¢in en ¢ok yatirim yaptigi asamalardan biri
olmaktadir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 27). Ancak belirtmek gerekir ki, ‘3 Biiyiikler’ korsan da olsa
kendi driinlerinin kullanilmaya devam edilmesinin, Cinli rakiplerinin gelismesini olumsuz
etkileyecegini diisiindiiklerinden, korsan {iiriinlere goz yummaktadir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 29).

Yine ¢ok yiiksek teknoloji ve vasif gerektiren IP alaninda da ABD’nin hakimiyeti s6z konusudur.
Ozellikli iriinler olan X86 gibi yaygin kullanilan mimari insa setleri Amerikan sirketleri Intel ve
AMD’nin ve Tayvanli VIA nin kontroliindedir.

Yari iletken imalat ekipmanlari1 (SME) kendi i¢inde dnyiiz ve arka yiiz olarak ikiye ayrilmaktadir. Daha
yliksek teknolojili 6n yiiz, silikon yonga plakasi fabrikasyonuna, arka yiliz ise montaj, test ve
paketlemeye (ATP) yonelik ekipman saglamaktadir. Belirtmek gerekir ki, SME alaninda ¢ok fazla
uzmanlagmig imalat ekipmani s6z konusudur. O nedenle, ¢ok sayida SME tedarikgisi varmig gibi
goziikmekle birlikte, aslinda belli bir asamaya yonelik ekipmani saglayan sadece birkac sirket
bulunmaktadir. Bu nedenle, her ekipman tipinde ¢ok yiiksek diizeyde yogunlagmis piyasalar olusmustur.
Bu piyasalarda Amerikan AM, KL A, Lam, Japon Tokyo Electron ve Hollandali ASML gibi firmalar
tekelci konumdadir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 40 — 42). Cin’in ise SME alaninda da ithal bagimlilig
%90°d1r.

Yar iletkenler iiretiminde kilit girdilerden biri olan kimyasallarda &zellikle Japon firmalarin, silikon
yonga plakasi tiretiminde ise Japon ve Tayvan firmalarinin hakimiyeti s6z konusudur.

Ayrica bazi ABD sirketlerinin kritik alanlarda tekelci konumuna yakin yogunlagsma diizeyleri vardir
(Grimes ve Du, a.g.m. s.5). Ornegin, Intel bilgisayar ve serverlar icin ¢iplerde, Qualcomm wifi ¢iplerin
tasariminda, Broadcom akilli telefonlar igin eternet ¢iplerinde tek basina %80°lik pazar payina sahiptir.
Benzer bicimde Japon ARM de IP alaninda teknoloji lisanslar1 satmakta ve yari iletkenler kiiresel deger
zincirinde kritik rol oynamaktadir.
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Tablo 2: Yan iletkenlere iliskin Bazi Uriin ve Asamalarin Pazar Paylari itibariyla Yogunlasma
Diizeyleri ve ABD, Cin ve Agirlikli Ureticilerin Pazar Paylar

Uriin/Boliim/Asama | Bashica | Bashca ABD Cin Agirhg
Sirket | Sirketlerin Sirketlerinin | Sirketlerinin | Olan Diger
Sayis1 | Yogunlasmasi Pazar Pazar Ulkelerin
(Pazar Pay1%) Pay1(%) Pay1(%) Pazar

Pay1(%)

Optoelektronikler, | 10 38,7 6 1,9 Japonya

Sensorler, Ayrik 16,6

Elemanlar(OSD)

Analog (bir ¢ip | 10 58 42 - -

tasarim kategorisi)

Mikrokontrolor 8 88 24 - Hollanda

(bir ¢ip tasarim 19,

kategorisi) Japonya 16

DRAM(bellek) 3 96 23,5 - G.Kore 89,1

NAND(mantik) 6 99,4 38,5 - G.Kore 41,2
Japonya
19,3

Dokiim* 10 97,2 9,4 7,8 Tayvan 61,9
G. Kore
18,1

Kaynak: Son satirda yer alan Dokiim digindaki boliimlerde 2018 verileri kullanilmistir ve Grimes,
Seamus and Du, Debin. A.g.m. s.4-5’teki Tablo 2’deki veriler kullanilarak tarafimca olusturulmustur.

*Son  satirdaki  veriler = 2021 yilina  aittir  ve Statista.com’dan  derlenmistir.
https://www.statista.com/statistics/867223/worldwide-semiconductor-foundries-by-market-share/
sitesindeki veriler kullanilarak olusturulmustur. (Erigim Tarihi:12.1.2022)

Tablo 2’den goriilebilecegi iizere, teknolojik diizeyin ileri oldugu asama ve {riinlerde pazar paylar az
sayida sirkette yiiksek derecede yogunlasmis durumdadir. Cin’in bu agamalarin ¢gogunda heniiz varlik
gosteremedigi anlasilmaktadir. Ancak ABD de ¢ip tasarimi disindaki asamalarda baglica iilke
konumunda bulunmamaktadir. Ote yandan hemen tiim alanlarda Asya iilkelerinden G. Kore, Japonya
ve Tayvan sirketlerinin s6z sahibi olduklar1 anlagilmaktadir.

Burada aslinda her asamanin ve girdinin kendi i¢inde daha uzmanlasmis, yiiksek vasif ve teknoloji
gerektiren kategorilerinin bulunabilecegini de hatirlatmak gerekir. SME’lerin 6n yiiz ve arka yiiz olarak
ikiye ayrilmasi, ¢iplerin kiiciik ve biiyiik islem diiglimleri icerenler olarak Snm ve {istli, 7 nm, 14 nm
gibi farkli boyutlarinin olmasi bu duruma 6rnek gosterilebilir.

Sekil 5: Yari Iletkenlerin Uretim Modelleri

yar iletkenler Uretim
Modelleri
f"fﬁf HH%HH“““——H__
Entegre Cihaz Fabrikasiz ve Dokdmcia
Maodeli (1DM) Modeli

Kaynak: Grimes, Seamus and Du, Debin. a.g.m. s.4’teki bilgiler kullanilarak tarafimca olugturulmustur.

620



Caskurlu, S., 612-634

Yar1 Iletkenler sektoriine iliskin onemli bir simiflandirma da benimsenen iiretim modeline iliskindir.
Sekil 5’ta ortaya kondugu iizere, yar iletkenler iki farkli modele gore iiretilmektedir. Bunlardan biri
Entegre Cihaz Modeli (IDM) ve digeri de Fabrikasiz ve Dokiimcii Modelidir.

IDM’de sirketler tasarim, dokiim ve montaj-test-paketlemeden olusan ii¢ ana iiretim asamasinin
tamamini kendisi iistlenmektedir. Intel, Samsung ve Texas Instrument bu iiretim modelini benimseyen
sirketlerdir.

Fabrikasiz ve Dokiimcii Modelinde ise, kendi fabrikasi olmayan, entegre devrelere iliskin Ar-Ge’de ve
¢ip tasariminda uzmanlagsmis ‘fabrikasiz’ bir firma ile bu firmanin ¢ip tasarimlarini silikon yonga
plakalara aktarma ve test etme agsamalarinda uzmanlagmis bir ‘dokiimcii’ firmanin birlikte calismasi s6z
konusudur (Grimes ve Du, a.g.m. s.4). Bu gergevede, AMD, Nvidia, Qualcomm, Broadcom ve
MediaTek baslica fabrikasizlar, TSMC, UMC, Global Foundries de baslica dokiimciiler arasinda
sayilmaktadir (Wikipedia. Foundry model).

Tayvanl bir firma olan TSMC diinyanin en biiylik dokiimciisiidiir ve dokiim alaninda tek basina
%50’den fazla pazar payina sahiptir. Bu sirketin kendi sitesinde “yalnizca miisterilerinin tiriinlerini imal
etmeye odaklandig1” ve kendi markasiyla hicbir yari iletken iiriin tasarlamadigi, iiretmedigi ve
pazarlamadigi, bu nedenle de “asla kendi miisterileriyle dogrudan bir rekabete girmeyecegini garanti
ettigi” belirtilmektedir (Dedicated 1C Foundry).

Fabrikasiz ve Dokiimcli modelinde, SME, IP ve EDA iiretimleri bu alanlarda uzmanlagmis firmalardan
saglanir. Ayrica yari iletkenler iiretiminin 3. asamasi olan montaj, test ve paketleme, bu alandaki tageron
sirketlere birakilir ve tageron montaj ve test (OSAT) diye adlandirilir. Teknoloji yogun tasarim ve
dokiim asamalarinin aksine emek yogun nihai montaj asamasi daha az katma deger yaratmaktadir. O
nedenle, OSAT bazi diisiik iicretli Asya iilkelerine, 6zellikle de Cin’e kaydirilmis olan agsamadir.

Tablo 3: Yari Iletkenler Uretim Asamalarinin Gelirden Aldig1 Paylar

Uretim Asamasi Gelirden aldig:
pay %
IDM- (Intel, Micron, Samsung, Texas Instr. vb.) 51,7

Fabrikasiz(tasarim)- (AMD, Broadcom, MediaTek, HiSilicon, Qualcomm | 22,9
vb.)

Dokiim- (TSMC, Global Foundries, SMIC, UMC vb.) 11,1

Yan iletkenler imalat Ekipmanlan (SME)- (AMAT, ASML, LAM, TEL, | 8,2
KLA vb.)

OSAT-(ASE, Amkor, JCET, SPIL, Powertech vb.) 6,0

Kaynak: Grimes, Seamus and Du, Debin. a.g.m. s.6’daki Tablo3’teki veriler kullanilarak tarafimca
siralanmistir. Sektorlerdeki baslica firmalarin adlar1 6rnek olmasi agisindan tarafimca eklenmistir.

Tablo 3’te iretim modeli agisindan 2018 itibariyla liretim asamalarinin yari iletkenler sektoriiniin
trettigi gelirden aldig1 paylar yer almaktadir. Bu gergevede, gelirden en fazla pay alan, en degerli
asamanin %51,7’lik payla IDM oldugu, bunu %22,9’luk payla fabrikasiz firmalarm izledigi
goriilmektedir. Ikisi birlikte sektoriin toplam gelirin %74,6’sin1 almaktadir. Dokiimciiler sektdriin
gelirinden %11,1’lik pay alirken, cografi olarak Asya’da yogunlagsmis olan, ama firma sayisi itibariyla
yogunlagsmanin en az oldugu OSAT’ n pay1 %6’da kalmaktadir.

3.3- Yan lletkenler Sektoriinde ABD-Cin Teknoloji Savasi
3.3-Cip Krizi’nin Arka Plam

ABD’nin Cin ile kiran kirana rekabeti imalatin pek ¢ok alt sektdriinde ama en siddetli olarak da yari
iletkenlerde yasanmaktadir. Yeni nesil ¢iplerin Dordiincii Sanayi Devrimi teknolojilerinde Kilit rol
oynamasi beklenmektedir. Yari iletkenler ilk olarak ABD tarafindan gelistirilmis olan ve ona 1980’lerde
Soguk Savas’tan galip ¢ikmay1 saglayan teknolojik iistiinliigii veren sektoér olmustur. Halen ABD’nin
baglica ihracatini bu sektdriin tiriinleri olusturmaktadir.
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1990’1arin ikinci yarisinda ¢okuluslu sirketler (CUS) tarafindan kiiresel deger zincirleri olusturulmaya
baglanmistir. 1995’te bu sirketlerin ana merkezlerinin bulundugu gelismis iilkelerin Onciiliiglinde
kurulan DTO ile hem diinya ticaretine ulus 6tesi kurallar getirilmis hem de fikri miilkiyet haklar1 ulus
Otesi gilivence altina alinmistir. Bdylece yiiksek teknolojiyi kendilerinde tutup imalati ucuz emek
bolgelerine kaydirmaya hazirlanan CUS’ler teknoloji hirsizligina karst siki bicimde korumaya
almmistir. 1996°da bir de Wassenaar Antlagsmasi imzalanmistir (U.S. Department of State, the Bureau
of Nonproliferation, 2000). Bu ¢ok tarafli antlasma, ABD onciiliigiinde ve eskinin Bati Bloku
iilkelerince imzalanmistir. Temel olarak Soguk Savas doneminde Dogu Bloku iilkelerine silah ve
bunlarla ilgili teknolojilerin ihracatin1 kontrol altinda tutmak {izere yapilan COCOM antlagmasinin
yerine getirilen ve Soguk Savag sonrasi donemde de yanlis ellere silah satiginin dnlenmesine yonelik
olan bir antlasma goriiniimiindedir. Ancak, COCOM’dan farkli olarak, Wassenaar’in i¢ine silahlarin
yant sira “ikili kullanimi1 olan mallar ve teknolojiler” de dahil edilmistir (U.S. Department of State, the
Bureau of Nonproliferation. a.g.r.). ABD ile Cin arasinda bas gosteren teknoloji savaginda DTO ve
hukukunun dogrudan ABD tarafindan yok sayilmaya basladig: giiniimiizde, bu antlagmanin teknolojiyi
Cin’e kars1 koruma ¢abasindaki ABD i¢in adeta ‘evdeki sigorta kutusu’ islevi gordiigii anlagilmaktadir.
Bu antlagma, yar1 iletkenler alanindaki baslica firmalarin genel merkezlerinin bulundugu {ilkelerin,
yiiksek teknolojileri yanlis ellere ihrag etmelerini engellemektedir (U.S. Department of State, the Bureau
of Nonproliferation. a.g.r.).

2017°de Trump’in ABD bagkan1 secilmesiyle birlikte acik bir bigimde ortaya kondugu iizere, ABD ve
diger baz1 gelismis iilkeler (GU) Cin’in yiiksek teknolojilerde atilim yapmasini énlemek iizere harekete
gecmis, DTO hukuku bir yana birakilmis, kritik alanlardaki kiiresel deger zincirlerinin “yeniden
sekillendirilmesi” hatta bazi liretimlerin “eve doniis”li siireci baglamistir. Bu durum ABD ve Cin
arasinda kiiresellesme ile olugmus olan ileri diizeydeki karsilikli bagimliligin ‘Biiyiik Kopus’u olarak
adlandirilmaktadir (Johnson ve Gramer, 2020). Bu ¢ercevede, Covid 19 Pandemisi’nin yarattig1 ortam
firsat bilinerek bir yandan kopus derinlestirilmekte bir yandan da Cin’in heniiz sahip olmadig1 temel
teknolojilere erisimi engellenerek yiikselisi frenlenmeye calisilmaktadir. Cin, yiiksek teknolojili
sektorlerin, ozellikle de en temel teknoloji olan yarn iletkenlerin kiiresel deger zincirlerinin diginda
birakilmak istenmektedir (Song, vd., 2021, s. 1).

Ote yandan, yabanci sirketler de ucuz emegin yam sira pazar bakimindan da Cin’e bagimli hale
gelmislerdir (Grimes ve Du, a.g.m. s.11). Ornegin, ABD teknoloji devi Qualcomm gelirinin %60°’1n1
Cin pazarindaki satiglarindan saglamaktadir. Lenovo, Oppo, Vivo, Xiaomi gibi biiyiik Cinli girketler
Qualcomm’un baglica miisterileri arasinda yer almaktadir. Pek ¢ok yabanci firma Cin’de kalabilmek
icin Cin firmalariyla ortak girisimlere katilmakta, ancak bu ortakliklarin1 daha eski nesil ¢iplerin
iiretimine yonelik olarak kurduklarindan, son teknolojiyi Cin’e gotiirmemektedirler.

ABD ve Cin arasinda ekonomilerinin pek ¢ok alaninda oldugu gibi yar iletkenler kiiresel deger
zincirinde de derin ve karmagik karsiliklt bagimlilik iliskileri s6z konusudur. Diinyanin atolyesi haline
gelmis olan Cin, hemen her ¢esitten malin kiiresel deger zincirinde yalnizca kendi markalari igin degil,
ABD, AB, Japonya, G. Kore gibi iilkelerin dnde gelen markalarimin kiiresel dlgekte tiretimlerini
gergeklestirmektedir ve bircogunda ¢ip 6nemli bir girdidir. Bu nedenle, ¢ip iiretiminin ileri teknoloji
gerektiren agamalarinda baslica ithalatg1 lilke konumundadir. Cip sekt6riiniin ileri asamalarinda tekelci
ya da oligopolcii konumda olan Amerikan, Tayvanli, Japon, G. Koreli vb. dnde gelen ihracat¢i firmalarin
da baslica miisterisi konumundadir. 2017 verileriyle Cin kiiresel olarak bellek ¢ipleri talebinin %30 unu,
DRAM talebinin %22’sini ve NAND talebinin %29’unu olusturmustur (Castellano, 2019). O nedenle,
kuskusuz ABD’nin yaptirimlarinin Cinli firmalar kadar, bu firmalara yogun sekilde satigs yapan ABD
vd. iilkelerin firmalar1 {izerinde de agir sonuglari olacaktir.

Aciktir ki, kiiresellesme doneminde gelistirilmis olan yiiksek diizeyli karsilikli bagimlilik Biiyiik
Kopus’u Cin kadar ABD ve diger gelismis tlkeler i¢in de ¢ok zorlastirmaktadir. 2019 yilinda yari
iletkenler tiiketimi ig¢inde Cin’in pay1 %60,5, ABD’nin %11,4, AB’nin %9, Japonya’nin %5,4 ve
diinyanin geri kalaninin pay1 ise %13,7 olmustur (Daxueconsulting, 2020). Cin bu alanda 2005 ten beri
en biiyiik tiiketici konumundadir. Ote yandan, Cin’in yar iletkenler talebinin bir kism1 Huawei, Lenovo,
Xiaomi gibi kendi firmalarindan, bir kismi ise Sony, Intel, Samsung, LG, Foxconn gibi yabanci
sirketlerin Cin’deki tiretimlerinden kaynaklanmaktadir (Grimes ve Du, a.g.m. s.11).
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2020 yilinda patlak veren Covid 19 Pandemisi’nin etkisiyle egitimden ticarete ve sosyallesmeye kadar
hemen her alanda artan bilgisayar ve internet kullanimi nedeniyle yari iletkenlere olan talep ¢ok siddetli
bigimde artmis, buna karsilik ¢ip tiretimi gerektigi kadar artirilamamistir. Bu durum karsisinda, tiim
diinyay1 etkisi altina alan ve etkilerini halen hissetmekte oldugumuz bir “¢ip krizi” bas gostermistir.
Pandeminin getirdigi kapanmalar ve ABD’nin Cin’e getirdigi yaptirimlarin da etkisiyle yari iletkenler
kiiresel deger zincirinin isleyisi ciddi kesintilere ugramistir. Otomobil ve bilgisayar pargalar1 yiizlerce
elektronik parca gerektirdiginden, bir parca eksik oldugunda tiretim aksamaktadir (Shankland, 2021). O
nedenle, ¢ip krizi beraberinde pek ¢ok sektdrde de sorunlara yol agmistir. Kiiresel deger zincirlerinin
kirilganlhigim ortaya ¢ikarmistir (Strachan ve Shehadi, a.g.m.).

Ote yandan, ¢ip iireticileri mevcut iiretim altyapilarii kullanarak olabildigince yeni kapasite
yaratmiglardir. Ancak bu alanda yeni fabrika kurmak yillar siirdiiglinden iiretimde yeterli artis hemen
saglanamamaktadir (Strachan ve Shehadi, a.g.m.). O nedenle, ¢ip krizinin 2022°de hafifleyeceginden,
ancak en erken 2023’te son bulacagindan s6z edilmektedir. Her ne kadar pandemiden kaynaklanmis gibi
goriinse de ¢ip krizinin bitmesi yar1 iletkenler kiiresel deger zincirinin yeniden sekillendirilmesine ve
dolayisiyla da yari iletkenler teknolojisi alaninda ABD ve Cin arasindaki savasa bagli goriinmektedir.

3.3.1-Cin’in Yari Iletkenler Sektoriinde Teknolojik Atihm Cabalar

Cin yar iletken kiiresel deger zincirine OSAT’la eklemlenmis, aradan gegcen zamanda Huawei gibi
biiyiik olgekli teknoloji sirketleri ortaya ¢ikarabilmis ve diinyanin atdlyesi haline gelmis olsa da yar1
iletkenler alanindaki teknolojiye heniiz hakim olamamistir. Yar iletkenler sektoriinde bu kadar biiyiik
capli liretim yaptig1 halde, sektoriin en az gelir getiren asamasinda takilip kalmaktan ve ileri teknoloji
tiriinlerinde ithalata bagimli olmaktan zamanla rahatsizlik duymaya baglamistir. Bu gercevede, asagida
Tablo 4, Cin’in 2006’dan baglayarak yari iletkenler alaninda teknolojik kapasitesini artirmak yoniinde
giderek daha fazla ¢caba harcadigini yansitmaktadir.

Tablo 4: Cin’in Yar iletkenler Sektoriinii Gelistirme Cabalar1

Yil Plan, Program, Fon Hedef Strateji
2006 Cesitli planlar Ozel sektor, devlet sirketleri,
arastirma enstitiileri,
tiniversiteler, sanayi

birlikleri arasinda is
birliginin gelistirilmesi
2009 02 Ozel Proje’ Yar1  iletkenlerde ithal
bagimliliginin kirtlmasi

2014 -Ulusal ~ Entegre  Devre | Yari iletkenler  sektorii | “Hizli takipgi stratejisi”
Endiistrisi Gelisim Taslagi geligtirilerek ~ “Cin’i  bir
imalat siiper giicii” haline
getirmek

-Ulusal  Entegre  Devre | -1.Asama (2014-2018):
Sanayii  Yatirnm = Fonu | fabrikasyon(dokiim)

(Bilyiik Fon) -2.Asama (2019-): SME ve
alt uctaki uygulamalar
2015 Made in China 2025 Toplam  entegre  devre
tiiketiminde kendine
yeterligin saglanmasi
-2020’de %40
-2025’te %70
2017 Ulusal IC endiistrisi Teknik | “Cin’in IC  alanindaki
Yenilik Stratejik Ittifak teknolojik yenilik

kabiliyetini 5-10 yil gibi bir
siirede uluslararas: alanda
lider bir konuma ¢ikartmak”
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lizere arastirma ve sanayi
aktorleri arasinda
koordinasyon saglanmasi

2021 14. Bes Yillik Plan Ulusal atilim i¢in hedef | -Dogrudan  bir  sektdr olarak

secilmis yedi oncii | hedeflenmeye baglanir.
teknolojiden biri olarak yart | .. ... .
iletkenler -‘Birdirbir atlayis1’ stratejisi

14. Bes Yilhk Bilim ve | Gelecegin bilgisayar

Teknoloji Yeniligi Plam teknolojilerine gegiste 6nem
kazanacak alternatif
materyallere ve tekniklere
yonelis

Kaynak: Lee, John and Kleinhans, Jan Peter .a.g.r. s.13-17°deki bilgiler 1s1ginda tarafimca
olusturulmustur.

Konuyla ilgili yazilanlar en cok Cin’in 2015te ilan ettigi Made in China 2025 iizerinde dursa da 2014°te
yayinlanan Ulusal Entegre Devre Endiistrisi Gelisim Taslagi’nda ilk kez yar iletkenler sektoriiniin
gelistirilerek “Cin’i bir imalat siiper giicii” haline getirmek hedefi agik¢a ifade edilmektedir. Ayrica ayni
yil bu amagla 15 milyar $ destekle kisaca Biiyiik Fon olarak s6zii edilen Ulusal Entegre Devre Sanayii
Yatirnm Fonu’nun olugturulmasi, beyan edilen iradenin lafta kalmayacagini ortaya koymustur. Biiyiik
Fon daha birinci asamasinda baglangi¢ sermayesini bese katlayarak Cin’de yar1 iletkenler sektdriiniin
gelistirilmesine onemli katki saglamistir. Bu iki nemli adimin arkasindan 2015°te Made in China 2025
programi aciklanmistir. Bu programda yari iletkenlerde 2020°de %40 ve 2025°te %70 kendine yeterligin
saglanmasi bi¢iminde iddial1 hedefler konmustur. Ote yandan, bu noktada belirtmek gerekir ki, Cin 02
Ozel Proje, Made in China 2025 ve 14. Bes Yillik Plan’da 90nm, 45nm, 28nm ve en kii¢iigii 14nm
olacak bicimde, biiyiik islem diiglimlerine iliskin SME’ler gelistirmeyi hedeflemektedir (Lee, J. ve
Kleinhans, a.g.r.,, 41). Bu agidan koydugu hedefler kendisi agisindan ¢ok daha kolay erisilebilir
olmaktadir.

Yine Tablo 4’ten de goriilebilecegi iizere, Cin teknolojisini gelistirmek iizere daha once 2014°te
benimsedigi, Japonya ve Giiney Kore’nin izledigi yoldan gitmek olarak ifade edilebilecek ‘hizli takipgi
stratejisi’ yerine, 2021 yilinda daha hizli sonug almay1 umdugu ama daha riskli bir stratejiye yonelmistir.
Birdirbir atlayisi stratejisinde 4. Sanayi devriminde Onem kazanacak alternatif materyallere ve
tekniklere yonelis benimsenmektedir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 16). Amac, bu yolla eski nesil yar1
iletkenler teknolojisini yakalamak i¢in ugrasmak ve mevcut rakiplerle miicadele etmek yerine, dogrudan
yeni nesil yari iletkenlerin gelistirilmesine gegmektir.

2019 Cin Entegre Devreler Liderleri Zirvesi’nde Cin’de yari iletkenler alaninda s6z sahibi olan kamu
ve Ozel sektor yetkilileri ile Made in China 2025 hedefleri tartisilmigtir. Bu alanda ileri gelenler, s6z
konusu hedeflerin gergeklesmesinin miimkiin olup olmadigindan ziyade, Made in China 2025°te
belirtilen tarihlere ¢cok da takilmadan, bu hedeflere nasil ulasilabilecegine dair dikkat ¢ekici belirlemeler
yapmuglardir. Bunlardan bazilar kisaca sdyle 6zetlenebilir (Liu, Lufty):

1- Teknoloji agisindan iginde bulunulan darbogazlar1 agsmak iizere 6rnegin, ihtiya¢ duyulan yabanci
teknolojinin dogrudan satin alinmasi ve bunun “sessizce” yapilmasi gerektigi.

2-Cin’deki elektronik sirketlerinin birlikte hareket etmelerinin saglanmasi ve kendi ulusal yari iletkenler
deger zincirlerinin gelistirilmesi.

3- Yapay zeka (Al), siiriiciisiiz tasitlar vb. heniiz girilmemis, tamamen yeni alanlarda teknolojik atilim
baslatilmasi.

4- Nesnelerin interneti (IoT) vb. yeni teknolojilerin gelistirilmesinde Cin’in kendi devasa i¢ pazarinin
kaldira¢ olarak kullanilmasi, boylece diinya ¢apinda trendler yaratilmasi ve diinya standartlarinin
belirlenmesi.

5- Yarn iletkenler alanindaki yarisin aslinda vasiflar arasinda bir yaris oldugunun anlasilarak, mutlaka
yerli vasif havuzunun yaratilmasi. Bu amagla 6rnegin, Huawei’nin yapmis oldugu gibi maaslarin diger
uluslararas1 devlerinkilere yakin seviyelere cekilmesi, yetkin yabanci uyruklu bilimsel arastirma
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personelinin “vatandasliga” gecirilmesi, bu kisilere egitimde vergi indirimi, saglik ve barinma vb.
destekler verilmesi, yabanci mihendislerin Cin’e g¢ekilmesi miimkiin olmazsa disarda “tasarim
merkezleri” agilarak yiiksek vasifli mithendislerin tutulmasi.

6- Sadece yerli diye 6rnegin Cin EDA’larinin tercih edilmemesi. Yerli EDA saticilarinin da yabancilarla
rekabet etmesi saglanarak, uzun donemde rekabetci bir yerli EDA sektoriiniin olusturulmasi.

7- Teknoloji yarisinin hemen 3 yilda kazanilmasinin beklenmemesi, 10 hatta 20 yillik bir uzun kosunun
hedeflenmesi.

Gerek Cinli yar iletkenler sektorii ileri gelenlerinin yukarda 6zetlenmeye calisilan goriisleri gerek
Cin’in ABD ile teknoloji savasinda ‘birdirbir atlayis1’ stratejisine yonelmesi, Cin’in hegemon olma
iddiasini ortaya koymaktadir.

Belirtmek gerekir ki, konuyla ilgili tiim kaynaklarda yar1 iletkenler alaninda daha yiiksek teknolojilere
yonelmek konusunda Cin’in en 6nemli eksikliginin yiiksek vasifli miihendis ve deneyim eksikligi
oldugu belirtilmektedir. Bu ¢ercevede, drnegin yar iletkenler sektoriinde 2019 yilinda 512.000 kisi
caligmakta iken 2020 yilinda sektoriin ihtiyaci 700.000 kisiye ¢ikmustir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 18).
Yari iletkenler sektorii firmalari {ist diizey miithendisler i¢in hem kendi aralarinda hem de baska teknoloji
sektorleri ile rekabet etmek zorunda kalmakta, hatta 6nemli sayida Japon, Tayvan ve G. Kore
vatandasini istihdam etmektedir (Lee, J. ve Kleinhans, a.g.r., 18).

Cin, bastan itibaren bu sektoriin gelisiminde Cin’de faaliyet gosteren yabanci sirketlerle birlikte
caligmis, ozellikle iggiiciiniin vasif diizeyinin artirilmasinda yabanc sirketlerin bilgi ve deneyimlerinden
yararlanmis, eleman eksigini onlardan tamamlamistir. Bilgi, deneyim ve vasif eksikliklerini gidermekte
ozellikle G. Koreli ve Tayvanh sirketlerden destek almistir. Bu gercevede, yabanci teknoloji edinmek
iizere temel olarak ii¢ yonteme basvurdugu sodylenebilir. Bunlardan ilki, yabanci sirketlerle ortak girisim
iginde yer almak ve teknolojik is birligine gitmektir. Ornegin, ABD yaptirimlar1 gelmeden hemen
oncesine kadar Cin teknoloji devi Huawei’ nin yan girketi olan HiSilicon ve Tayvanli dokiimcii TSMC
yiiksek teknolojili ¢ip tiretimine yonelik is birligi yapmaktaydi (Grimes ve Du, a.g.m. 8). Benzer bigimde
ABD ile yasanan Jinhao krizine kadar Tayvanlit UMC, Cinli JHICC ile ortak girisimde calistirilmak
iizere 300 kadar miithendisini Cin’e gondermistir (Grimes ve Du, a.g.m. 9).

Cin’in teknoloji alanindaki eksikliklerini gidermek {izere sik¢a basvurdugu ikinci bir yontem de satin
alma ve birlesmeler yoluyla teknoloji sirketleri edinmek olmustur. Bu ¢ergevede, daha 6nce bir ABD
sirketi olan Omnivision’ bugiin Cin’in 6nemli teknoloji firmalarmdan biri olmasi 6rnek gosterilebilir.

Dogrudan yabanci yatirimlar1 kendisine ¢ekmek de Cin’in ileri teknolojiyi edinmek i¢in yine sik¢a
basvurdugu bir diger yontemdir. Ornegin yiiksek teknolojili giplere yonelmek iizere Tayvan ve G.
Kore’nin daha dnce yapmis olduklar1 gibi bellek alanini bu teknolojiye giris kapisi olarak kullanmak
istemis, bu amagla da Samsung -3D NAND, SK Hynix- DRAM, Intel 3D NAND fabrikalarini iilkesine
cekmistir. Boylece 2018 yilinda NAND flas bellek piyasasinda %38 paya sahip olmustur (Grimes ve
Du, a.g.m. 10).

Bu yontemler, Cin’in yeni teknolojilere hizla ulagsmasina aracilik etmelerine karsin ¢ok ciddi karsilikli
bagimliliklar da olusturmuslardir. Ornegin 2018°de Cin’in ¢ip iiretiminde G. Koreli firmalar SK Hynix
ve Samsung’un %57,4’lik paylar1 vardir (Grimes ve Du, a.g.m. 9). O nedenle, pandemiyle hizlanan
ABD yaptinmlarmin etkisiyle bu firmalarin yatirrmlarimi Cin’den ¢ekmelerinin 6nemli sonug¢lariin
olabilecegi agiktir. Benzer bigimde Cinli Huawei tasarladigi ¢ipleri tiretmek i¢in Tayvanli dokiimcii
TSMC’ye, 5G baz istasyonlarinin kurulumu i¢in gerekli pargalar ig¢in Xilinx, Texas Instrument ve
Analog Devices gibi ABD sirketlerine bagimlidir (Grimes ve Du, a.g.m. 9). 2019 yih itibartyla SK
Hynix, Samsung ve Intel, Cin’in yar1 iletkenler tiretiminin %68,7’sini ger¢eklestirmekteydi (Grimes ve
Du, a.g.m. 10).

Dis soklar karsisinda kiiresel deger zincirlerinde yasanan sorunlar ve ABD ile gerginlesen uluslararasi
ticari iliskiler nedeniyle Mayis 2020°de Cin hiikiimeti “ikili dolasim” (dual circulation) olarak
adlandirdig1 yeni bir politikaya yonelmistir (Wikipedia, Dual Circulation). Bu ¢er¢evede, uluslararasi
dolasimdan yani dis ticaretten vazgecilmeksizin, yurt i¢i dolasima yani i¢ pazara dncelik verilmesi
kararlastirilmistir. Cin’in kiiresel deger zincirleri is boliimiindeki konumunu degistirme ¢abasi
cercevesinde ulusal ve bolgesel deger zincirleri olusturmaya yoneldigi sdylenebilir. Uluslararasi
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doniisiim siirdiiriilirken yerli doniisiimiin de giiglendirilerek hem igerdeki hem disardaki pazarlardan
daha iyi yararlanilmasi saglanmaya ¢alisiimaktadir (Song, vd., a.g.m., s. 2).

Ote yandan, Cin hem yar1 iletkenler teknolojisinin gelisiminde hem de kendisinin teknolojik
ilerleyisinde kiiresellesmenin 6nemli oldugunu diistinmektedir (Kleinhas s.59). Ancak artik giderek aktif
bicimde kiiresel cok tarafli ticaretin yonetimine katilmayi da talep etmektedir (Song, vd., a.g.m., s. 8).
Kendisinin kurallar belirleyen aktorlerden biri olarak katilimiyla, ticaret igin kiiresel, ¢ok tarafli, ortak
bir yonetim sisteminin kurulmasini ve karsilikli olarak, daha agik bir deyisle kendisine de daha fazla
fayda saglanmasina hizmet edecek “yeni tip bir kiiresellesme” insa edilmesini istemektedir (Song, vd.,
a.g.m., s. 8).

3.3.2-ABD’nin Yar1 iletkenlerde Ustiinliik Cabasi

ABD ve Cin arasinda teknolojik gelisme alaninda uzun siiredir hakim olan is birligi ve tamamlayicilik
dénemi, Cin’in biiylik hedeflerini ilan ettigi 2015 yilinda sona ermis, bu tarihten itibaren ABD bir
yandan Cin’in Oniinii kesmeye bir yandan da kendi teknolojik istiinliigiinii tekrar saglamaya
calismaktadir. Bu cercevede, ABD 6nce DTO hukukunu bir kenara birakmus, tarifeler, siibvansiyonlar
vb. her tiirlii dis ticaret 6nlemine bas vurarak Cin ile bir ticaret savasina baslamistir. Daha sonra Fujian
Jinhao vakasi ile kritik bir donemece girilmis, ABD bundan sonra kararli bir bi¢imde Cin ile arasindaki
karsilikli bagimliligi sonlandirmak iizere ‘Biiyiik Kopus’ asamasina gegmistir.

Cin’in yan iletkenler sektdriinde kendine yeterli hale gelmesi stratejisinin 6nemli bir ayagi olarak,
Cin’in devlet sirketlerinden biri olan Fujian Jinhua Entegre Devreler Sirketi (JHICC) ile Tayvanh sirket
UMC, DRAM iiretiminde is birligine gitmistir. Bu sayede Fujian Jinhua, Eyliil 2018’de Cin’in en 6nemli
yart iletken tesisi haline gelmistir (Wikipedia. Fujian Jinhua Integrated Curcuits). Bu durum karsisinda,
Ekim 2018’de ABD’li sirket Micron Teknoloji; Fujian Jinhua ve UMC’yi kendisinin ¢ip tasarimlarini
calmakla itham etmistir (Wikipedia. Fujian Jinhua Integrated Curcuits). ABD yo6netimi konuyu bir
ulusal giivenlik tehdidi olarak degerlendirmis ve Cinli firmanin ABD firmalarinca iiretilmis parga,
software ve teknoloji igeren mallar1 satin almasini yasaklamistir. Sorun ayrica miinferit bir olay olarak
degil, Cin’in sikca bagvurdugu bir ‘fikri miilkiyet hirsizlig1 sablonu’ olarak degerlendirmistir (Hille,
2019). ABD yaptirimlart karsisinda UMC, derhal Jinhua ile ortakligini askiya aldigini agiklamistir
(Hille, a.g.m.). UMC toplam 300 ¢alisan1 i¢inden Fujian Jinhua’nin tesisine iiretimin gelistirilmesi i¢in
gonderdigi 200 ¢alisanini 2019 basinda Tayvan’a geri ¢cekmistir ve Mart 2019°da Fujian Jinhua, gerekli
ithal girdileri artik temin edemedigi igin liretimini sonlandirmak zorunda kalmistir (Wikipedia. Fujian
Jinhua Integrated Curcuits). Cinli firmalarla is birligi yapanlar1 korkutmak ve caydirmak amacini da
tagtyan bu kilit dava ile ABD hem Cin’e teknoloji transferi yapilmasini hem de Cin’in teknoloji alaninda
karsisina rakip olarak ¢ikmasini engellemeye ¢alismistir (Hille, a.g.m.).

Ote yandan, Cin’i teknolojisini ¢almakla su¢layan ABD’li Micron firmasinin 2017 yilinda toplam
satiglar1 iginde Cin’in pay1 %51 ve ihracati icindeyse %59’°dur (Castellano, 2019). Ayn1 y1l Micron’un
misterileri arasinda ikinci sirada gelen Tayvan’in ise toplam satislar igindeki paymin %12’de
kalmaktadir. O nedenle, ABD’nin Cinli firmalara kars1 getirdigi yaptirnmlarin kendi firmalarin1 da son
derece olumsuz etkileyebilecegi goriilmektedir.

Fujian Jinhao doniim noktasinin ardindan Biiylik Kopus dogrultusunda ABD’nin aldig1 tedbirler soyle
Ozetlenebilir:

1- Imalatin tekrar yurtigine tasinmasi: ABD nin giiciinii biiyiik dl¢iide inovasyonlarina bor¢lu oldugu
bilinmektedir (Strachan ve Shehadi, a.g.m.). Ancak gelinen noktada ABD’nin Ar-Ge’yi kendisinde
tutup, imalatin diisiik katma degerli asamalarini disariya kaydirmasinin yol agtig1 istihdam kayiplar1 ve
Cin ile artan karsilikli bagimlilik sorunu diginda, teknolojik iistiinliiglinii siirdiirmesine de zarar verdigi
anlasildigindan, imalat1 “eve geri getirme” stratejisine yonelis baglamistir (Meyer, 2021).

Bu cercevede, Intel Arizona’da 2011 yilinda ingasina bagladigi, ama Cin’de iiretim yapacak biiyiik bir
fabrika kurmaya yonelerek yarim biraktigi fabrikast Fab 42°yi Ekim 2020°de agmustir. Cin’deki
fabrikasini da (Fab 68) G. Koreli SK Hynix’e satmistir (Coughlin, 2020). Ayrica yine Arizona’da 2024
yilinda faaliyete gececek iki dev fabrika daha (Fab 52 ve Fab 62) agacagim agiklamistir (Shankland,
2021). Bunlarin her birinin sekiz fabrikaya denk kapasitede olmasi planlanmaktadir. Ayrica bugiine
kadar bir IDM olan Intel, dokiime de yonelmekte, kendi markasi i¢in olmayan gipler {iretmeye de
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baslamaktadir (Shankland, 2021). Nvidia, AMD, Qualcomm gibi fabrikasiz ABD firmalarimin disariya
verdikleri isleri almaya calisacaktir. Bu durum, ABD’nin ayr iletkenler ulusal deger zincirini
olusturmasi olarak da degerlendirilebilir.

Bu sayilan orneklerin de yansittigr iizere, ABD’nin imalati, 6zellikle de ¢ip imalatim ABD’ne geri
getirme cabasi dikkat ¢cekmektedir. Firmalar ve siyasetciler ¢ip krizini ABD’nin gerileyen imalat
sektorlinli ve istihdam agigini toparlamak igin bir firsat olarak goérmektedir. ABD hiikiimeti yari
iletkenler sektoriine ciddi destek sunmaya baslamistir. Ornegin 2021 yilinda ABD Kongresi 250 milyar$
destek sagladigi ABD Yenilik ve Rekabet Yasasi’ni onaylamistir (Kleinhas s.58). Bu yasa ile yar
iletkenler sektoriine 52 milyar $’lik siibvansiyon verilmektedir. Hiikiimet destegini de alan firmalar,
bunu Ar-Ge’ye ve fabrikalar kurarak {iretim 6lgegini genisletmeye aktarmaktadir.

Ote yandan, pek cok teknoloji firmasi da Cin’deki yatirimlarindan gekilerek ya kendi iilkelerine
dénmeye ya ABD’ne ya da iigiincii iilkelere gitmeye baslamistir. Ornegin, Tayvanli TSMC Arizona’da
bir fabrika agmakta ve Japonya’da Sony ile bir ortak girisime yonelmektedir (Shankland, 2021). Benzer
bicimde Samsung da Texas’ta bir fabrika agmaktadir.

2- Cin’in teknoloji firmalarini satin almasinin engellenmesi: ABD Cin’in daha 6nce yapageldigi bigimde
satin alma ve birlesmeler yoluyla teknoloji edinmesini dnlemek iizere harekete ge¢mistir. Ornegin
2017°de ABD’deki Yabanci Yatirnmlar Komitesi (CFIUS), Cin sermayeli Canyon Bridge sirketinin
ABD’li ¢ip firmasi Lattice Semiconductor’1 satin almasini engellemistir (Castellano, 2019).

3- Cin’e teknoloji alaninda dogrudan yabanci yatirim yapilmasinin engellenmesi: Gerek ABD gerek
baska iilkeler tarafindan Cin’in daha ileri teknolojiye kolayca erismesini saglayacak dogrudan yabanci
yatirimlari engellemeye calismaktadir. Bu ¢er¢evede, ABD yaptirimlart ABD-Cin gerginliginde {iglincii
taraf olan iilkelerin goziinii korkutmak islevi de gdérmektedir. Ornegin, uzun siire Cin’i iyi bir ihracat
tissii olarak kullanan Tayvan’in disartya yonelik toplam dogrudan yabanci yatirimlari i¢inde Cin’in pay1
2010 yilinda %84 oraninda iken, 2019°da %37’ye gerilemistir (Chiang, 2020, s. 4). ABD yaptirimlariyla
birlikte 6zellikle Cin’de yar1 iletkenler alaninda iiretim kapasitelerini gelistirmeyi planlamis olan G.
Kore sirketleri arka arkaya bu planlar1 gdzden gegirmeye yonelmislerdir. Ozellikle u¢ mordtesi
litografya teknigine dayali ¢ip liretme makinalar1 gibi yeni nesil teknolojilerin Cin’de kullanilmamasi
yoniindeki baskilar SK Hynix ve Samsung gibi firmalar1 ¢ok zora sokmustur (Jung-a, vd., 2021). Bu
cergevede, 6rnegin “G. Koreli sirketlerin Cin topragina en son yaptiklar tesis yatirimlarinin” 2019°da
kaldigina dikkat ¢ekilmektedir (Eun-Jee, 2021).

4- Cin’in yart1 iletkenler iiretiminde kullanacagi kritik girdilerin Cin’e satiginin engellenmesi: Daha 6nce
de belirtildigi iizere, Cin’in yar1 iletkenler {iretiminde 6zellikle diisiik islem diigiimlerine iligskin yliksek
teknolojili SME’ler ve EDA’lar gibi girdilerde %90’lara varan ithal bagimliligi bulunmaktadir. Cin’in
bu alanda kendisinin iiretemedigi girdilerin ithalatinin kesilmesi daha Once sozii edilen Jinhua
vakasindan hatirlanacagi iizere, iilkenin en biiyiik iiretim tesislerinden birinin liretimini sonlandirmasina
kadar varan agir sonuglar dogurabilmektedir. Bu ¢ercevede, 6rnegin ABD Kongresi’ne bagh Yapay
Zekaya lliskin Ulusal Giivenlik Komitesi hiikiimetten miittefikleriyle birlikte ¢alisarak Cin’e SME
satisinin engellemesini talep etmistir (Eun-Jee, a.g.m.). Bunun iizerine ABD, Hollanda ve Japonya
yiiksek teknolojili SME’lerde ihracat lisanslar1 uygulamaya baslamislardir ve bu uygulama gercekte
diistik islem diigtimlerine iliskin SME’lerin Cin’e ihracatina lisans verilmemesi anlamina gelmektedir
(Eun-Jee, a.g.m.). Bu kapsamda yer alan u¢ mordtesi ve ArF daldirma litografyasi teknigi DRAM ve
NAND flas bellek iiretiminin temelini olusturdugundan, ABD’nin bu iiriinlerde ihracat kisitlamasina
gitmesi G. Koreli SK Hynix ve Samsung’un Cin’de {iretim kapasitelerini artirmalarimi fiilen imkénsiz
hale getirmektedir.

ABD yaptirmmlari girketleri taraf segmeye zorlamaktadir. Ornegin, G. Koreli SK Hynix ve Samsung,
Huawei’ye ¢ip satmay1 durdurmustur (Eun-Jee, a.g.m.). Cilinkii acik acik ABD’nin tarafim tutmasalar
da yiiksek teknolojli ¢ipler ve bunlarin {iretiminde kullanilan teknolojiler ve girdilerde hakimiyetleri
bulunan ABD’ni ve miittefikleri Japonya ve Hollanda’y1 karsilarina almaya cesaret edememektedirler.
Benzer bicimde, dokiim pazarinda %51,5’lik paya sahip olan ve diinyanin en gelismis ¢iplerini {ireten,
Apple, Qualcomm, Broadcom ve Xilinx gibi baslica firmalarin tedarigini saglayan Tayvanli TSMC,
ABD’nin yaptirimlar1 uyarinca Mayis 2020°den itibaren Huawei’ye mal satmay1 kesmistir (Foreign
Policy, 2021).
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ABD ihracat yaptirnmlari, ABD ydnetimince ‘ABD mallar1 ve teknolojilerinin Cin tarafindan koti
amagla kullaniminin engellenmesi’ olarak gerekcelendirilmekte ve temelde 10 nm ve daha diisiik islem
diigiimlerine iliskin girdileri ve teknolojileri hedef almaktadir (Alper, vd., 2020).

5- Disariya verilecek isleri Cin disinda iiciincii iilkelere cekmek: Ornegin daha dnce agirlikli olarak
Cin’de faaliyetlerini yiiriiten Amerikali dokiimcii sirket Global Foundries New York’taki ve
Almanya’daki tesislerini genisletmeye ve Singapur’da yeni bir fabrika agmaya yonelmistir (Shankland,
2021).

6- Miittefiklerin Cin’e karsi ABD ile birlikte ortak tavir almalarmin saglanmasi: Haziran 2021°de
diizenlenen ve G7 iilkelerinin yani sira G. Kore, Avustralya, G. Afrika ve Hindistan’in da katildigi G7-
Plus zirvesinde bagta yar iletkenler ve nadir elementler olmak {izere kritik kiiresel deger zincirlerinde
zorluklar1 yenmek iizere birlikte hareket etme konusunda uzlasilmistir (Kleinhas s.58). Ayrica bu
zirvenin hemen arkasindan, ABD ve AB birlikte 6nemli ticaret, ekonomi ve teknoloji meselelerinde
koordinasyonu saglamak iizere bir Ticaret ve Teknoloji Konseyi olusturma karar1 almislardir. Benzer
bigimde, NATO iilkeleri de Cin’in artan etkisine karsi harekete gegmistir (Kleinhas s.59). Bu ¢abalara
iligkin 6rneklerin ¢ogaltilmast miimkiindiir.

Ote yandan, Cin Haziran 2021°de ABD yaptirimlarina kars1 bir yasa ¢ikartarak, karsilik vermek iizere
harekete gecmistir. Ayrica 2021 sonunda Asya Pasifik bolgesinde serbest ticaretin slirmesini saglamak
iizere bolge lilkeleriyle bir bolgesel serbest ticaret antlagmasi olan RCEP’i (Regional Comprehensive
Economic Partnership) imzalamistir. Eyliil 2021°de yine Asya Pasifik bolgesine iliskin bir diger dnemli
serbest ticaret antlagsmasi olan CPTPP’ye (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific) katilmak icin de basgvuru yapmistir. ABD’nin Onciiliigiinde baslayan ama daha sonra
¢ekilmesiyle iginde ABD olmaksizin 2018’de imzalanan bu antlasmaya Cin’in katilmak istemesi,
Tayvan ve G. Kore’yi de disarda kalmamak yoniinde harekete gecirmistir (Davies ve Jung-a, S. 2021).
Bu gelismeler, kugskusuz ABD’nin Cin’i yalniz birakmak ve kiiresel deger zincirleri disina itmek cabalar
acindan olumsuz goriinmektedir. Durum, kiiresel deger zincirlerinde yasanmakta olan doniisiimlerin
artik yalnizca piyasa mekanizmasi dogrultusunda ger¢eklesmedigini, artik tedarik zinciri giivenligi,
ulusal giivenlik, jeopolitik stratejiler vb. degiskenlerin de bu doniisiimde 6nemli rol oynadiginm ortaya
koymaktadir.

7- Cin’in yar iletkenler teknolojisine hdkim olarak bunu askeri amaglarla kullanmasinin Oniine
gecilmesi: ABD’nin en c¢ok endiselendigi noktalardan birinin Cin’in yar iletkenler teknolojisini
gelistirip askeri kapasitesinde kullanmasi oldugu bilinmektedir. Bu durum, 6rnegin Haziran 2021 tarihli
bir Beyaz Saray raporunda, yar iletkenlerin her askeri sistemin islemesi i¢in elzem oldugu ve yari
iletkenler, yapay zekd ve 5G’nin gelecegin olmazsa olmaz teknolojileri olarak degerlendirilmesi
gerektigi belirtilmistir (Shankland, 2021). Otonom sistemlerin, siber giivenligin, uzay teknolojilerinin,
hipersonik ve yonlendirilmis enerji sektorleri icin de yari iletkenlerin 6nemi vurgulanmistir. Bu
cercevede, ABD daha 6nce s6zii edilmis olan Wassenaar Antlasmasi’ni devreye sokmustur. Ayrica
cesitli ulusal giivenlik 6nlemlerine bagvurulmaktadir.

Ote yandan, ABD’nin yan iletkenler kiiresel deger zincirindeki cesitli asama ve firmalara iliskin
uyguladig1 tek tarafli yaptirimlarin, islerinin bozulmasindan endise eden zincirdeki diger firmalari,
yatirnmlarini g¢esitlendirmek, tliretim yeri degisikliklerine gitmek, stok tutmak, yeni tiretim modelleri
gelistirmek ve ABD yaptirimlarinin ¢evresinden dolanmanin bir yolunu bulmak gibi ¢esitli arayislar
icine sokabilecegi ve bu durumun, ABD’nin sektordeki hakimiyetini kaybetmesine bile yol
acabileceginden endise edilmektedir (Foreign Policy. a.g.r.). Ayrica ABD yaptirimlariin Cin’i yari
iletkenlerde kendine yeterlik saglamak konusunda daha miicadeleci olmaya itebilecegine de dikkat
¢ekilmektedir (Grimes ve Du, a.g.m. 2).

Sonug¢

Diinyanin en kalabalik iilkesi Cin 1990’larin ikinci yarisindan itibaren kiiresellesmeye katilmus, kiiresel
deger zincirlerinin hemen hepsinde 6nemli bir yer edinmistir. Ucuz emek maliyeti avantajindan
yararlanarak kiiresel deger zincirlerinde 6nce en diisiik katma degerli uglara tutunmus, 2001°de Diinya

! Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, South Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand,
the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.
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Ticaret Orgiitii'ne de katilarak diinya ticaretindeki hacimsel agirligim hizla 6nemli dl¢iide artirmus,
2005’te “Diinya’nin Atdlyesi” haline gelmistir. Gerek Ingiltere gerek ABD hegemon olma yolunda
giderken bu doniim noktasindan ge¢mis, hegemon olmadan 6nce Diinya’nin Atélyesi olmuslardir.
Ancak Diinya Sistemi Teorisi’nde de ortaya kondugu iizere hegemon, liretimdeki iistiinliiglinii aslinda
teknolojik tistiinliiginden almaktadir. O nedenle Cin’in 2005°te eristigi bu asama baglangicta dikkat
¢ekmemis, endise yaratmamistir. Ciinkii basta ABD olmak lizere gelismis iilkelere ait ¢ok uluslu
sirketlerce tiretimin kiiresel deger zincirleri biciminde orgiitlenmesindeki temel amag; teknoloji ve vasif
yogun asamalar1 kendilerinde tutarken emek yogun imalat asamalarini da ucuz emek iilkelerine
kaydirmak olmustur. Boylelikle reel sektorden cekilen sermaye, finansal piyasalarda yiiksek ve kolay
karlarin pesine diismiis, gelismis iilkelerde imalatin kiigiiliip hizmetler sektoriiniin genislemesi de
gelismenin ulastig1 en ileri asama olarak goriilmeye baslanmistir. Oyle ki, o zamana kadar sanayileserek
kalkinmaya calisan gelismekte olan iilkeler de finansal piyasalara yonelirken kendilerinde de imalatin
kiigiiliip hizmetlerin genislemesini olumlu bir doniisiim olarak degerlendirmislerdir. Cin ise bu donemde
finansal oyunlara katilmadan imalat iiretimini ¢ok uluslu sirketlerin {iretim iissii olarak artirirken, bir
yandan teknoloji diizeyini giderek ilerletmeye bir yandan da kendi markalarin1 yaratmaya yonelmistir.
“Cin mal1”, basta ucuz ve kalitesiz nitelendirmeleri ile 6zdes goriildiigiinden, Pasifigin 6teki yakasinda
Cin’in bu ¢abalarinin uzun siire endise yaratmadigi soylenebilir.

2008 Kiiresel Finansal Krizi, ABD’ye iki gercegi gostermistir. Bunlardan ilki finansal piyasalara
yonelmenin kendisine o kadar iyi gelmedigidir. Finansal piyasalar kendilerine ¢ektikleri fonlar1 reel
sektore aktaramamigtir. Sonugta imalat sektorii daraldigiyla kalmistir. Hizmetler sektorii de buradaki is
kayiplarini telafi edememis, orta sinif ¢ok yoksullagmistir. Ama daha dnemlisi, teknolojik yeniliklerin
bliyiik boliimii gercekte laboratuvarda degil sahada yapildigindan, ABD imalati denizasir
tageronlagtirirken teknolojik ilerleyisine de ket vurmustur. 2008 Kiiresel Krizi’nin ABD’ye gosterdigi
ikinci gergek ise Cin’in ayni hatalara diismemis oldugudur. Cin {ireterek diinya ticaretine katildikca
kazanmus, kazandig1 parayla hem ABD’ye borg vermis hem Kusak ve Yol Inisiyatifi’yle Asya, Afrika
ve Latin Amerika’da pek cok gelismekte olan iilkeyle altyapi, dogal kaynaklar ve borg iliskileri
gelistirmis hem de Ar-Ge’ye biiyiik fonlar akitmanin yani1 sira yabanci sirketleri satin alarak, yabanci
sirketlerle ortak girisimlere girerek, dogrudan yabanci yatirimlar1 kendisine c¢ekerek vs. teknolojik
olarak ciddi bigimde ilerlemeye baslamigtir.

Bu ¢er¢evede, ABD ve Cin arasinda once ticaret savagi baglamis, kilit sektorlerde ticaret sekteye
ugratilarak Cin frenlenmeye galigmistir. Ancak 6zellikle 2015°te Cin’in 2025°te yari iletkenlerde biiyiik
Olciide kendi kendine yeterli olma hedefini ortaya koymasi iki {ilke arasindaki teknoloji savasim
tetiklemistir.

Bu durum yan iletkenler sektoriiniin hem giiniimiiz teknolojileri bakimindan hem de safaginda
oldugumuz Dérdiincii Sanayi Devrimi’nde 6ne ¢ikmasi beklenen kuantum bilgisayarlari, nesnelerin
interneti vb. yeni teknolojilerde kilit nem tasimasindan kaynaklanmaktadir. Yirmi birinci Yiizyilda
hegemon olmak, Dordiincii Sanayi Devrimi’ne hakim olmayi basarmaya baghdir. Cipler giderek
kiigiilmekte ve performanslari artmaktadir. Hizla daha “yeni nesil” ¢ipler gelistirilmektedir. Bu
cercevede, ABD, Covid 19 Pandemisi’'ni de bir firsata ¢evirerek bir yandan istihdamini ve yenilik
potansiyelini artirmak tizere imalati iilkesine geri cagirmaya bir yandan da Cin’in teknolojik geligmesini
biiyiik 6l¢iide hizlandiran faktdr olarak yabanci teknolojiye erisimini engellemeye yonelmistir. Cin’e
yaptirim iistiine yaptirim getirmektedir. Cin ise hem ileri yabanci teknolojileri ve yiiksek vasifli yabanci
elemanlar1 kendisine ¢ekmenin yeni yollarin1 aramaya hem de kiiresel deger zincirlerinde ABD
yaptirimlart ve pandemi kaynakli aksakliklar nedeniyle yasadigi istikrarsizligi kendi genis i¢ pazarina
yonelik iiretim ile gidermeye yonelmektedir.

Ote yandan, 24 Subat 2022°de Rusya’nin Ukrayna’y1 isgale baslamasi, Cin’in de ABD ile arasindaki
yari iletkenler teknoloji savasi bakimindan kritik 6nemdeki bir iilke olan Tayvan’i isgal etmeye
yonelebilecegi endisesini beraberinde getirmektedir. Cin’in Tayvan’t ilhak etmesi, yari iletkenler
alaninda ihtiya¢ duydugu teknolojik bilgiye ve yetismis insan giicline tek hamlede ulagsmasini, bir anda
¢ip imalatinda teknolojik diizeyini yiikseltmesini ve diinyanin bir numarali dokiimciisii olmasin
saglayabilecektir. Ancak ABD, Cin’in Tayvan’a yonelik herhangi bir askeri miidahalesini kendisi
acisindan savas sebebi sayacagini agik¢a ortaya koymustur (Scobell ve Stevenson-Yang, 2022).
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Gelinen noktada, ABD ve Cin arasinda kiiresellesmeyle i¢ ige gegmis iiretim, ticaret ve finans
iligkilerinin yol actigt karsilikli bagimliligin artik sonlandirilmasimi ifade eden “Biiyiik Kopus”
asamasina gecilmistir. Biiylik Kopus her iki taraf i¢in de dnemli kayiplar ifade edecektir. Ciinkii hem
kiiresel deger zincirleri yoluyla liretimde uzun siiredir yiiriitiilen kurulu diizenler s6z konusudur hem de
iki iilke birbirlerinin en 6nemli miisterileri konumundadir. Cip krizi de bu durumun 6nemli bir
yansimasidir.

Bir hegemonun varliginda s6z konusu olabilen kiiresel serbest ticaretin yerini hegemonya miicadelesiyle
birlikte bloklasmaya birakacagi soylenebilir. Her iki iilke de kiiresel deger zincirleri yerine ulusal ve
bolgesel deger zincirlerini olusturma ve giiclendirme ¢abasina girmistir. Bu ¢ergevede, ABD’nin
yaninda eski Bat1 Bloku iilkeleri ve Japonya, Giliney Kore gibi bazi Asya iilkeleri yer almaktadir. Cin
ise Rusya ve Iran ile yakinlasmaktadir. Ama bunun 6tesinde Kusak ve Yol Inisiyatifi ve son donemde
imzalanan RCEP ile kendisine oldukga genis bir niifuz bolgesi kurabilecegi de sdylenebilir.

Yan iletkenler sektoriindeki teknoloji savasi, 1990’larda “yeni” olarak adlandirilan diinya diizeninin,
ABD ve Cin arasindaki hegemonya miicadelesi ekseninde bir kez daha degismekte oldugunu gozler
oniline sermektedir.
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Extensive Summary
USA-China Technology War in Hegemony Struggle: Semiconductors

After the destruction of the 2. World War, United States as the only country proved to be superior in
military, technology, manufacturing, and finance, became hegemon. As hegemon U.S. advocated a
freedom and democracy paradigm which had a solid foundation against repressive Nazi fascism and
Stalinist socialism. In 1970’s U.S. lost its superiority for some time, but with developing semiconductors
and personal computers technologies became the winner of the Cold War and so continued its renewed
hegemony.

With the 2008 Global Financial Crises it became apparent that U.S. lost much of its power in technology,
manufacturing, and finance, whereas China emerged as a rising power. Since 2015 China’s rise had a
claim to be hegemon. So, between U.S. and China first a trade war started and then it turned to be a
technology war in most critical sectors. Semiconductors is one of them because it is essential not only
in todays but also in future technologies.

In this paper, from the standpoint of World Systems Theory, it is recognized that the power of the
hegemon in military, production and financial spheres is based on its technological superiority. Mastery
of Fourth Industrial Revolution technologies will determine the new hegemon. Therefore, this paper
addresses hegemonic rivalry of both countries from technology war in semiconductors aspect.

On the other hand, there are major transformations like restructuring of semiconductors global value
chain, getting away from globally free trade conditions, decoupling interdependency between U.S. and
China. These all are considered closely related to the struggle for dominance in semiconductors
technology and hegemonic rivalry of both countries.

Since the second half of the 1990s, China as the most crowded country of the world, took part in
globalization and secured a place almost in every global value chain Taking advantage of cheap labor,
China first took place in the lowest value-added edges of global value chains. But it significantly
increased its share in world trade after becoming a member of the World Trade Organization in 2001
and since 2005 has become ‘Workshop of the World’. Britain and U.S. became also ‘Workshop of the
World’ before they established their hegemony. However, as stated in World System’s Theory,
superiority in production comes from mastery in technology. So, nobody got worried about the stage
China reached in 2005. Because for multinational firms of developed countries the main aim of vertical
disintegration of production and structuring global value chains was keeping technology- and skill-
intensive production stages by themselves and offshoring labor-intensive ones to cheap labor countries
notably China. So, capital began to move away from real sector to financial markets in search for high
and easy profits. In developed countries manufacturing sector started to shrink while services sector was
expanding, and this situation was considered as an upper level of capitalist development reached by
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developed countries. Even developing countries which struggled so far to develop by industrialization
started to consider moving away from manufacturing to services is something desirable. In that period,
China didn’t participate in hot money games and increased its manufacturing production as becoming
major production base of multinational corporations. But at the same time, China made effort to advance
its technology level and to create its own brands. The expression “Made in China” was used at first as
synonymous with ‘cheap and of poor quality’ and China’s efforts didn’t cause any concern at the other
side of the Pacific Ocean.

2008 Global Financial Crises confronted United States with two facts. First, financial liberalization at
the expense of real sector wasn’t so rewarding for the economy. Services didn’t compensate job losses
of manufacturing. And above all, U.S. blocked its own technological progress by offshoring
manufacture, because most of the innovation occur at the factory level with collaboration of engineers
and workers.

Second fact 2008 Crises confronted U.S. was that China didn’t make same mistakes. China earned much
with producing and joining to global trade. With its huge foreign trade surpluses, it not only invested a
great deal in U.S debt securities, or within its Belt and Road Initiative in infrastructure, natural resources,
and debt of many developing countries in Asia, Latin America and mostly in Africa but also financed
its increasing R&D needs, took over foreign technology firms and participated in joint ventures for its
technological upgrade.

In that respect, first, U. S. started a trade war with China to hinder it by blocking trade in key sectors.
But as China declared in 2015 highly ambitious self-sufficiency goals in semiconductors for 2025, a
technology war has been triggered between both countries.

That’s because semiconductors are critical not only for today’s technologies but also for the Fourth
Industrial Revolution technologies like artificial intelligence, quantum computers, internet of things etc.
Becoming hegemon in the 21% century is up to controlling Fourth Industrial Revolution. Chips become
smaller and their capacity increases. ‘New generation’ chips are being developed at great speed.

In the face of this situation, taking advantage of Covid 19 Pandemic, U.S. started to call for onshoring
its manufacture to improve its employment and innovation capacity. On the other hand, it tries hard to
prevent China from reaching foreign technology as the fastest way of getting new and advanced
technologies. U.S. sanctions target blocking either China acquiring new technology or foreign firms
transferring critical parts, inputs, knowledge etc. to their production bases in China.

While United States imposes many sanctions against China, China looks for new ways of circumventing
these sanctions and attracting new technology investments and high skilled foreign employees. Also, it
started to implement a new policy called ‘dual circulation” which means in the face of U.S. sanctions
and Covid 19 like external shocks, China will overcome the instability in global value chains with its
large domestic market. It will constitute national value chains.

At this point, U.S. and China conflict reached a new phase called ‘great decoupling’. U.S. wants to
unravel intertwined production, trade, and financial relations and so, to put end to interdependence
between both countries caused by globalization. But there is no doubt that both parties will suffer losses
with great decoupling because there are long standing established orders in production carried on in
global value chains and both countries corporations are each other’s major customers. Ongoing chip
crises reflects this situation.

The continuation of free trade depends on the existence of a hegemon. When there is a hegemonic
rivalry, free trade leaves its place to forming blocs. Both countries try to structure and strengthen national
and regional value chains in replace of global value chains. In this respect, U.S. has got its allies gathered
around like Western Bloc countries and some Asian countries such as South Korea and Japan. China,
on the other hand, is getting closer with Russia and Iran. But beyond that, China may constitute a much
larger bloc of allies with countries related to Belt and Road Initiative and recently signed regional free
trade agreement The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

With all its aspects this technology war in semiconductors shows that the world order called as ‘new’ in
1990’s is changing once again with the hegemonic rivalry between United States and China.
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